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調査概要

本調査は、グローバルプリント回路基板市場における最新動向を明らかにし、今後の市場戦略立案や製品開発に資する情報を提供する

ことを目的としている。

【主な調査ポイント】

■ 2025年のPCB市場分析

 -基板の種類別に市場動向と成長分野を分析

     ※種類別：片面基板、両面基板、多層基板、HDI基板、ICサブストレート、FPC & Rigid-flex、その他

 -応用分野別に市場動向と成長分野を分析

※応用分野別：コンピュータ、モバイル、通信インフラ、民生、自動車、産業・医療、軍需・航空、その他

■ 2022年～203年の市場規模推移予測

 -基板の種類別・応用分野別に、2022年～2025年の市場規模推移、2026年～2035年の市場規模予測(金額/数量)

 -基板の需要地域別および生産地域別の構成変化・市場動向を分析

■ 注目PCBの市場分析

 -ICサブストレートの市場分析

-高多層基板（22層以上）の市場分析

 -HDI基板の市場分析

-FPC & Rigid-flex基板の市場分析

■ グローバル上位PCBメーカ46社の事例研究

 企業概要、売上推移（2021～2025年）、設備投資動向、生産拠点・能力、2025年販売状況（種類別/応用分野別）
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世界のPCB市場規模推移と予測（種類別/金額）
Unit：Million USD, CAGR:2025-2035

2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E 2030E 2032E 2035E CAGR 

Single-sided

Double-sided

MLB

4-10L

12-20L

22+L

Sub total

HDI

IC Substrates

FPC

Others

Total

Value: Million USD

*FPC: including assembly *Others：including Metal substrate, Fluorine substrate, etc.

• 2025年のPCB市場は、2024年に続いて市場規模が拡大し、金額ベースで前年比 %の成長を示した。

• 2026年の市場規模は、2025年比 ％の成長になると推定する。

• 2025年から2035年にかけて、PCB市場は年平均成長率(CAGR: %)で推移すると予測する。

• 金額ベースで市場拡大をけん引すると見込まれるのは、ICサブストレート(CAGR: %)、22層以上の超高多層基板(CAGR: %)、

HDI基板(CAGR: %）である。

<内容見本>
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2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E 2030E 2032E 2035E CAGR 

Computer

Mobile

Comm. Infra.

Consumer

Automotive

Industrial/Medical

Military/Aerospace

IC Substrates

Total

Unit：Million USD, CAGR:2025-2035

世界のPCB市場において、特に高成長が見込まれる分野は、

• 通信インフラ分野：年間平均成長率(CAGR: %)

AIサーバ市場の拡大、高速通信インフラ投資、データセンタ需要の増加を背景に、この分野向けPCBの需要は急速に拡大している。

特に、AIサーバ向けメインボード、GPUアクセラレーターボード、800G／1.6Tスイッチ向け基板では、高速化・高多層化が進展して

いる。今後も同市場は、高多層基板、HDI基板を中心に拡大が続くと予測される。

• ICサブストレート：年間平均成長率（CAGR %）

同市場拡大のけん引役はサーバ、とりわけAIサーバ向けのFCBGA基板である。サーバ出荷数量の増大に加え、基板1枚当たりの

多層化・大サイズ化が進むことで単価上昇が見込まれる点が、高い成長率を支える主要因となっている。 (P10に続く）

PCBの応用分野別市場規模推移予測（金額ベース）

<内容見本>



世界のPCB生産地域別市場規模

Global PCB Market Size by Production Region in 2025

Global PCB Market Size by Production Region in 2035 (Forecast)
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Single-sided Double-sided
MLB

HDI IC Substrates FPC Others Total
4-10L 12-20L 22+L

Asia

China

Taiwan

Japan

Korea

Other Asia

Sub total

North America

Europe

Others

Total

Single-sided Double-sided
MLB

HDI IC Substrates FPC Others Total
4-10L 12-20L 22+L

Asia

China

Taiwan

Japan

Korea

Other Asia

Sub total

North America

Europe

Others

Total

<内容見本>



世界のPCB需要地域別市場規模

Global PCB Market Size by Demand Region in 2025 

Global PCB Market Size by Demand Region in 2035 (Forecast)
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Single-sided Double-sided
MLB

HDI IC Substrates FPC Others Total
4-10L 12-20L 22+L

Asia

China

Taiwan

Japan

Korea

Other Asia

Sub total

North America

Europe

Others

Total

Single-sided Double-sided
MLB

HDI IC Substrates FPC Others Total
4-10L 12-20L 22+L

Asia

China

Taiwan

Japan

Korea

Other Asia

Sub total

North America

Europe

Others

Total

<内容見本>



主要PCBメーカの販売規模推移
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Unit: Million USD

2021 2022 2023 2024 2025 基板事業概要
ZDT

Unimicron

DSBJ

Mektron

TTM

Tripod

Shennan 

Compeq

WUS Group

AT&S

Kinwong

Kingboard

SEMCO

Hannstar

Victory Giant

Ibiden

Gold Circuit

AKMM

Meiko

BH

Youngpoon 
Group

NanYa

LG Innotek

Simmtech

<内容見本>



single-sided Double-sided
MLB

HDI IC substrate
FPC & Rigid-

flex
Others Total

4-10L 12-20L 22+L

ZDT

Unimicron

DSBJ

Mektron

TTM

Tripod

Shennan 

Compeq

WUS Group

AT&S

Kinwong

Kingboard

SEMCO

Hannstar

Victory Giant

Ibiden

Gold Circuit

AKMM

Meiko

BH

Youngpoon Group

NanYa

LG Innotek

Simmtech

Nitto Denko

Unit: MUSD

主要PCBメーカの基板種類別の販売実績（金額/2025年）

<内容見本>

13



Computer Mobile Comm. Infra. Consumer Automotive
Industrial
Medical

Defense
Aerospace

IC Substrate Total Volume

ZDT

Unimicron

DSBJ

Mektron

TTM

Tripod

Shennan 

Compeq

WUS Group

AT&S

Kinwong

Kingboard

SEMCO

Hannstar

Victory Giant

Ibiden

Gold Circuit

AKMM

Meiko

BH

Youngpoon Group

NanYa

LG Innotek

Simmtech

Nitto Denko

Unit: MUSD

主要PCBメーカの応用分野別の販売実績（金額/2025年）

<内容見本>
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➢同社は近年、ハイエンド高多層基板や付加価値の高い応用製品に業務の重点をシ
フトする調整を続けている。これにより、 関連基板の売上高構成比は約 %
まで拡大している。

➢2025年の売上高は前年比 ％増の 億台湾ドルと大幅に拡大した。売上急成
長の背景には、 基板需要の拡大に加え、高アスペクト比製
品の強化、ICテスタ向け市場への本格参入がある。

➢AIサーバ用基板やハイエンド通信機器向けの旺盛な需要に対応するため、 年第
1四半期に中国・江蘇省蘇州工場の生産能力を ％拡大した。さらに同年下半期
には、タイ工場で量産を開始する予定である。

➢直近の生産能力の配置については、タイ工場において 基板製造業務の導入を
進めている。台湾及び中国工場も同時に生産能力の拡張を推進している。また、旧
設備の淘汰も進めており、ハイエンド高多層基板や高付加価値用途向け製品の需
要拡大に対応する体制を整備しているとみられる。
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Gold Circuit Electronics Ltd.

本社所在地 No 113, Shiyuan Road, Chungli District, TaoYuan City 320, Taiwan

企業Website www.gce.com.tw

従業員数 10,995名(連結、2025年12月31日時点)

PCB事業売上高
(Million USD)

2021 2022 2023 2024 2025

9** 1*** 9** 1*** 1***

企業概要

*Exchange Rate 2021: 1USD@28.49NTD, 2022: 1USD@29.49NTD, 2023: 1USD@ 31.21NTD, 2024: 1USD@32.05NTD, 2025: 1USD@31.60NTD 

0

500

1,000

1,500

2,000

2021 2022 2023 2024 2025

PCB Revenue (M USD)

89.6%

7.7%

0.9% 0.9% 0.8%

0.3%

Application Mix in 2025

<事例研究内容見本>



生産拠点

生産拠点 生産品目
生産能力

(k sqft/Month)

Taiwan
Chungli Plant
(TGCE)

High layer count 16 Layers and above

China

Suzhou Plant
(SGCE)

High Volume 6-12 Layers

Changshu Plant I
(CGCE)

Low layer with High Volume 6-8 Layers

Changshu Plant II
(HGCE)

HDI

Thailand Prachin Buri High layer for General Server
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• AIサーバ用基板やハイエンド通信機器向けの旺盛な需要に対応するため、 年第1四半期に中国・

工場の生産能力を ％拡大した。

• タイ・パーチンブリの新工場は の生産を主力とし、2025年第3四半期中に小規模量産を開始した。

2026年下期、同工場の生産は拡大する見込みである。

• 2026年中にタイ第2工場の建設を開始し、 4四半期に量産を開始する予定である。

<事例研究内容見本>



販売実績(2025)

Value: Million USD   Volume: 000 SQM
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Value

Volume
Computer Mobile Comm. Infra. Consumer Automotive

Industrial
Medical

Military
Aerospace

IC Substrate Total

Single-sided

Double-sided

MLB

4-10L

12-20L

22+L

Sub total

HDI

IC Substrate

FPC & Rigid-flex

Others

Total

<事例研究内容見本>
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